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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年2月27日(2020.2.27)

【公開番号】特開2017-163135(P2017-163135A)
【公開日】平成29年9月14日(2017.9.14)
【年通号数】公開・登録公報2017-035
【出願番号】特願2017-29015(P2017-29015)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  25/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/04     (2014.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   25/04     　　　Ｃ
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【手続補正書】
【提出日】令和2年1月14日(2020.1.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体デバイス（１４）と、
　前記半導体デバイス（１４）が取り付けられる基板（１２）と、
　前記半導体デバイス（１４）および前記基板（１２）が内部に成形される成形された収
容部（４２）と、
　前記収容部（４２）内部に部分的に成形されかつ当該収容部（４２）から突出するとと
もに前記半導体デバイス（１４）と電気的に接続される少なくとも１つの電源端子（２４
）と、
　前記収容部（４２）内部に少なくとも部分的に成形されかつ前記基板（１２）の延伸方
向（Ｅ）に当該基板（１２）から突出する収容された回路基板（３０）とを備え、
　前記収容された回路基板（３０）は、ピン（４０）のための少なくとも１つのレセプタ
クル（３８）を含み、
　前記レセプタクル（３８）は、前記収容された回路基板（３０）を介して前記半導体デ
バイス（１４）の制御入力部（３６）と電気的に接続されている、半導体モジュール（１
０）。
【請求項２】
　前記収容部（４２）に取り付けられる外部回路基板（５０）を備え、当該外部回路基板
（５０）は、前記半導体デバイス（１４）の制御回路（５４）を搭載し、
　前記外部回路基板（５０）は、前記レセプタクル（３８）に圧入された圧入ピン（４０
）を含む、請求項１に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項３】
　前記レセプタクル（３８）は、少なくとも部分的に金属層でコーティングされた前記回
路基板（３０）を貫通する孔を含み、および／または、
　前記レセプタクル（３８）は、圧入ピン（４０）を受け入れるように適合され、および
／または、
　前記レセプタクル（３８）は、前記基板が向けられる方向と直交する方向に向けられて
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いる、請求項１または請求項２に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項４】
　前記収容部（４２）は、外部回路基板（５０）を取り付けるように適合された突出部（
４８）を含む、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項５】
　前記突出部（４８）と前記少なくとも１つのレセプタクル（３８）とは、同じ方向に向
けられている、請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項６】
　前記収容された回路基板（３０）は、多層回路基板であって、少なくとも２つの導電層
（３２）を含み、および／または、
　前記収容された回路基板（３０）は、前記収容された回路基板（３０）の異なる導電層
（３２）に電気的に接続された少なくとも２つのレセプタクル（３８）を含む、請求項１
～請求項５のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項７】
　前記半導体デバイス（１４）は、前記電源端子（２４）を流れる電流を切り替えるよう
に適合され、かつ前記制御入力部（３６）によって制御されるように適合された半導体ス
イッチを含む、請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項８】
　前記収容部（４２）は、前記収容部（４２）の本体（４６）から突出した型構造体（４
４）を含み、前記型構造体においては前記収容された回路基板（３０）が機械的に支持さ
れ、および／または、
　前記収容された回路基板（３０）は、前記収容部（４２）の本体（４６）から突出する
型構造体（４４）の内部に収容され、前記型構造体（４４）は、前記レセプタクル（３８
）と位置合わせされた孔を有する、
請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項９】
　前記基板（１２）は、電気的な絶縁層（２０）によって絶縁された２つの金属層（１６
，１８）を含む絶縁金属基板である、請求項１～請求項８のいずれか１項に記載の半導体
モジュール（１０）。
【請求項１０】
　前記半導体デバイス（１４）は、前記基板（１２）に接合されている、請求項１～請求
項９のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項１１】
　前記収容された回路基板（３０）は、前記基板（１２）に取り付けられている、請求項
１～請求項１０のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの電源端子（２４）は、前記基板（１２）に取り付けられている、
請求項１～請求項１１のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの電源端子（２４）および前記回路基板（３０）は、前記基板（１
２）が向けられた横方向（Ｅ）に前記半導体モジュール（１０）から突出し、および／ま
たは、
　前記基板（１２）、前記収容された回路基板（３０）および／または前記少なくとも１
つの電源端子（２４）は、前記基板（１２）が向けられた横方向（Ｅ）に向けられている
、請求項１～請求項１２のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項１４】
　前記収容された回路基板（３０）は、前記収容部（４２）に成形された少なくとも１つ
のワイヤボンド（３４）に接続されており、および／または、
　前記少なくとも１つのワイヤボンド（３４）は、前記半導体デバイス（１４）および／
または前記基板（１２）の金属層（１６）に接合されている、請求項１～請求項１３のい
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ずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項１５】
　前記半導体デバイス（１４）と熱接触されかつ部分的に前記収容部（４２）に成形され
るとともに当該収容部（４２）から突出するベースプレート（２２）をさらに備え、およ
び／または、
　前記ベースプレート（２２）は、前記基板（１２）に接合されている、請求項１～請求
項１４のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
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